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※概要（Summary）： 
最近の情報通信分野において、基幹通信分野は光通信

による高速化が進んでいる。同じく、サ－バ－やル－

タなど情報処理機器も高速化が進んでいるが従来の

電気配線では高速化にともなう誘電損失やノイズの

影響によって、その限界が見え始めてきている。これ

に対し、光による信号伝送は電気に対して高速化は勿

論のこと、低消費電力化にも利点があることから、今

後サ－バ－やル－タ或いはパソコンの内部まで光を

使った信号伝送技術のニ－ズが高まると予想される。

報告者は、ポリマ－光導波路基板の作成とその結合構

造部の作成を目的として、ＮＰＦの設備を利用して作

成を行った。 
 
※実験（Experimental）： 
利用した装置 
・コータ－・ホットプレ－ト・マスクアライメント露

光装置・ダイサ－・短波長レ－ザ顕微鏡・ＡＦＭ 

持ち込みのＳｉ基板上に特殊ポリマ－にて光導波路を形

成し、外部との結合部としてポリマ－材にダイサ－により４

５度の切削を行いその切削部に金属膜をスパッタ-して反

射ミラ－の形成している。その切削部での表面粗さの評

価をＡＦＭを使用し実施した。 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 
現在、添付ＡＦＭサンプルの様にダイサ－での切削に

よる表面粗さ（Ｒａ）は 50nm 以下で有る事が解り、 
写真の様に導０．１μ以下で導波路においては十分使

用可能で有る事が立証された。 

 
※その他・特記事項（Others）： 
・今後の課題 
光導波路からの結合損失を光回路として使用するためいか

に下げるか、結合損失の小さいミラ－の作成方法の確立。 
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